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1. 서론
무선통신 및 무선 서비스용 주파수 대역과 집적도가 높아짐에 

따라 마이크로파 회로들은 크기가 극히 작은 표면실장형 소자
(surface mount device, SMD) 또는 반도체 칩 스케일의 초소
형 형태로 제작되고 있다[1-3]. 그래서 수작업에 의한 핸들링
(handling)이 곤란할 정도로 크기가 작아 성능 측정시 현실적인 
어려움이 많다. 이럴 경우 SMD나 칩 스케일의 초소형 마이크로
파 회로의 성능을 측정할 수 있는 테스트 픽스춰(test fixture)의 
필요성이 높아진다. 본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위하
여 설계한 마이크로파 테스트 픽스춰에 대하여 기술한다.
 

2. 본론
마이크로파 주파수가 높아짐에 따라 무선통신용 회로들이 점

점 초소형, 경박화의 방향으로 제작되고 있다. 세라믹 다층 기판
이나 반도체 공정을 통하여 제작되는 무선회로들은 두께가 
0.5mm 이내이고 실제 크기도 수 mm 이내에 불과할 정도로 작
게 설계된다. 따라서 전통적으로 많이 이용해 왔던 RF 동축 컨넥
터 부착에 의한 성능 측정이 사실상 불가능에 가깝다. 이러한 칩-
스케일(chip-scale) 초소형 마이크로파 회로들의 성능을 신뢰성
있게 측정하기 위해서 별도의 테스트 픽스춰(test fixture)가 사
용되어야 한다.

SMD형태의 마이크로파 회로들은 신호를 외부와 전입 및 전
출시키기 위해 대부분 그림 1과 같은 초소형의 입출력 패드(pad)
를 GSG(ground-signal-ground) 구조로 지니고 있다. 육안으

로 식별이 곤란할 정도의 미세 패드 구조에 마이크로파 신호를 
전달하기 위해서는 [그림 1]에 표시된 대로 반도체 웨이퍼 상태로 
성능을 측정하는 GSG 프로브(probe)가 사용되어야 한다. 그리
고 피측정회로(device under test, DUT)를 움직이지 않게 장착
하는 테스트 픽스춰가 설계되어야 한다. 이 텍스트 픽스춰는 그 
자체로 튼튼한 강도의 기계장치이면서 동시에, 제한된 범위내에
서 임의의 크기를 갖는 DUT에 대해 프로브가 입출력 패드에 정
확하게 접합될 수 있도록 하기 위해서 x-, y-축 방향으로 프로브 
위치를 미세조정할 수 있는 기능이 있어야 한다.

[그림 1] Chip-scale 마이크로파 SMD 회로에서 GSG 입출력 단자의 
개념도

본 연구에서는 이런 기술적 요구사항을 반영하여 [그림 2]와 
같은 마이크로파 테스트 픽스춰를 설계하였다. 초소형 SMD 
DUT 크기에 맞게 프로브가 잘 접촉되도록 가로와 세로 방향으
로 미세조정하기 위하여 마이크로피커를 연결하였다. DUT를 필
요한 높이에 장착시키기 위하여 DUT용 테이블을 별도로 설계하
여 테스트 픽스춰와 결합시켰다.  입출력 단자에 GSG 프로브를 
체결하여 초소형 회로의 입출력 패드에 접촉되도록 테스트 픽스

무선 시스템용 칩 스케일 마이크로파 회로의 성능 측정을 
위한 테스트 픽스춰 설계
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요 약
본 논문은, 무선시스템용 마이크로파 회로가 칩 스케일의 초소형 표면실장형이거나 반도체형으로 이루어진 경우, 이러한 초소
형 마이크로파 회로의 성능을 원활하게 측정하기 위한 고정밀 테스트 픽스춰의 설계에 대하여 기술한다. 설계된 테스트 픽스춰
는 초소형 회로나 반도체 칩 측정에 사용되는 GSG 프로브(ground-signal-ground probe)를 채택하므로 크기가 극히 작은 
표면실장형 회로나 반도체형 마이크로파 회로의 성능 측정이 가능하도록 설계된다.
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춰를 설계하였다. [그림 2]와 같이 테스트 픽스춰의 3차원 형상을 
직접 설계하기 위하여 Inventor2024를 이용하였다[4].

[그림 2] 본 연구에서 설계한 초소형 SMD 마이크로파 회로 성능 
측정용 테스트 픽스춰 구조도

3. 결론
본 연구에서는 무선통신 및 각종 무선시스템용 초소형 SMD 

형태의 마이크로파 회로의 성능을 측정하기 위한 테스트 픽스춰
를 설계하였다. 동작주파수가 증가하면 회로의 크기와 두께가 초
소형 및 경박형으로 제작됩므로 RF 동축 컨넥터를 부착시키는 
전통적인 방법으로는 성능 측정이 불가능하다. 본 연구에서 개발
한 테스트 픽스춰는 DUT 전용 테이블을 구배하고 있으므로 여
기에 피측정 회로를 장착하고 다시 마이크로파 신호의 출입이 가
능한 GSG 프로브를 연결하고, 이를 DUT 내의 미세 패드 구조와 
접촉시켜 마이크로파 회로의 성능을 측정할 수 있다. 개발된 테
스트 픽스춰는 수작업으로 핸들링이 곤란할 정도의 초소형 경박
형 마이크로파 무선통신용 회로에 대해 성능 측정을 가능케 하므
로 해당 연구 및 산업 분야에서 매우 폭넓은 역할을 할 것으로 
기대된다.
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